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�
特徴�
• CINDAS社の主要なDBとして提供。�
• 1025材料、388物性、22500データカーブを提供�
• ブラウザ（Firefox, Chrome, Safariサポート) とJavaスクリプト、Cookieのみで参照可能�
• IP認証�
収録例：�
Material Group(材料グループ):Adhesives(接着剤), Ceramics(セラミクス), Coatings and 
Unifilled Epoxies(塗料及び未充填エポキシ), Polymers(ポリマー), Solders(はんだ), Liquids & 
Gases(液体及びガス）, Semiconductors（半導体)など �
Material Name(材料名):Cermet, Titanium Aluminide Carbide, Ti(2)AIC, GE AISiMag 333 
Alumina, Silica,SiO(2) , Germaniumなど�
Property Group(物性グループ):Mechanical, Thermophysical, Optical, Electrical など�
Property Name (物性名):Compression(圧⼒), Bend(曲げ),Flexural(屈曲性), など�
材料グループ：�
Adhesives(接着剤), Ceramics(セラミクス:High K Oxides, Nitrides, Silicides, Carbides, 
Oxides, other) Coating and Unfilled Epoxies(塗料及び未充填エポキシ), Composites (合成物)
(Laminate, Laminate (Glass/Epoxy), Others, Thermal Management), Compound(化合
物)Molding, Elements(元素), Encapsulants and Underfill Materials(カプセルと未充填材料), 
Intermetallics (⾦属間化合物:Aluminides, Beryllides, Miscellaneous, Silicides), Liquids and 
Gasses(液体及びガス), Metal Alloys(⾦属合⾦), Polymers(ポリマー：others, Polyimides), 
Semiconductors&Optional/Sensor(半導体と光学/センサー), Solders(はんだ) Leaded/Lead-
Free)等�
内容のイメージ：�

MPMDは、Semiconductor Research Corporationと
のスポンサーシップによって開発されたマイクロエレ
クトロニクスパッケージ材料についての熱物性、機械
物性、電気物性、物理物性の情報とデータのWebで利
⽤可能なファクト・データベースです。�
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お問合せ先�

iJapan株式会社�
�

[iGroup Asia Pacific Japan]�

テキストにて数値
の確認及びレファ
レンス確認�


